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1. はじめに

　電子部品・実装技術委員会には先進実装・電子部品研究
会とプリンタブルデバイス実装研究会の 2つの研究会があ
り，長年にわたり実装技術や接合技術に取り組まれている
頼もしい諸先輩や大学の先生，電子部品，プリント配線
板，パワーエレクトロニクス，カーエレクトロニクス，材
料，装置に関連する企業の研究者や技術者，JEITAや JPCA
に携わる委員などで構成されている。平成 25年度から現在
の体制となり，共に軽薄短小や高性能化が進む電子機器の
高密度実装のあるべき姿について，外部の専門家の協力も
得ながら定期的に公開研究会を開催し情報発信を行ってい
る。また専門分野が異なった委員が集い，新しい材料や技
術への探索も持続的に行っている。
　本稿では，競争が激化する電子機器業界において各分野
を担当する委員から電子部品と実装技術における現状およ
び今後の展望について紹介する。

2. プリント配線板

2.1	 プリント配線板市場動向

　近年日本国内のプリント配線板市場が減少傾向にあるに
もかかわらず世界市場は堅調な成長を示しており，2016年
には年間で 650億ドル以上のプリント配線板の世界市場が
見込まれている（図 1）。その成長を牽引しているのがス
マートフォン，コンピュータ関連製品，ICパッケージ，車
載部品である。
　国内セットメーカの地消地産による海外での部品調達，
海外スマートフォンメーカの生産伸長，そして既存および
新生の中国スマートフォンメーカの躍進などが日本市場と
対照な構図を作り出している。
2.2	 スマートフォン向けプリント配線板技術動向

　スマートフォンのメインボードは，メインCPUの I/Oの
増加や狭ピッチ化により，デザインルールの高密度化や配
線層の層数増加が年々進んでいる（図 2）1)。それにもかか
わらずメインボード厚みは年々薄型化の傾向であるため，
配線層厚みや絶縁層厚みを薄膜化せざるを得ない。これに

より構成材料には信頼性向上や低誘電率化，銅めっきの添
加剤や装置には薄膜での充填性や平坦性，回路形成には高
精細なドライフィルムや露光装置などが求められ，材料，
薬液，装置メーカと一体となった技術開発が行われている。
2.3　車載向けプリント配線板技術動向

　一方，車載向けプリント配線板は，ハイブリッド自動車
の低燃費に向けたユニットの小型化・軽量化，高出力に向
けた大電流・高放熱を実現するために高機能化の開発が進
んでいる。特にシャーシ系ユニットなどでは数十 Aの電流
が流れるにもかかわらずユニットの小型化が要求されるた
め，配線幅を増やすのではなく配線厚みを増やすことが求
められている。また，駆動部制御用発熱素子などが表面実
装される場合，発熱素子からヒートシンクまでの放熱経路
を確保するために銅インレイを内蔵した放熱プリント配線
板なども開発が行われている（図 3）2)。
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図 1.　分野別の世界プリント配線板市場規模予測

出所：株式会社ジャパンマーケティングサーベイ

図 2.　メインボード 図 3．放熱プリント配線板


